
· 강의 개요

본 강연을 통해, 반도체 기술 경쟁에 있어서 필수 불가결한 Package 기술 경쟁력의 현주소를 파악해 보고, 향후 발전 방향성에 대한 Vision을 주제로 다뤄 보고자 합니다.
우선 Package의 역할론적 정의와 기본 구조를 이해하고, Conventional Package와 Wafer Level Package의 제품군 별 기술 Trend에 대해 심층적으로 다뤄 봄으로써 수강자들의 Package 기술적인 내용의 접근을 용이하게 하도록 하는게 목표입니다.
이를 통해 미래 반도체에서의 Package의 역할과 방향성을 함께 모색해 보고, insight를 얻을 수 있는 시간이 되었으면 합니다.
